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SIPLACE V: Der neue Maßstab in der SMT-Bestückung 

SMT-Fertigungstechnik: Was wirklich zählt
In der heutigen Elektronikfertigung zählen vor allem 
echte Leistung, Qualität, Flexibilität und Investiti-
onssicherheit. Wer die richtige Kaufentscheidung 
treffen will, sollte sich an technologisch führenden 
Systemen orientieren. Die neue SIPLACE V Bestück-
plattform von ASMPT positioniert sich in den für die 
SMT-Fertigung relevanten Leistungsdimensionen 
klar im Spitzenfeld. 

Wer heute in eine neue Bestückungsmaschine inves-
tiert, bindet Kapital für viele Jahre. Umso wichtiger ist 
es, neben den aktuellen Marktanforderungen auch die 
absehbare technologische Entwicklung einzubeziehen 
und Systeme auf dieser Basis gezielt miteinander zu 
vergleichen. Dies ist jedoch alles andere als einfach, 
insbesondere wenn es um die Verarbeitungsgeschwin-
digkeit geht. Denn die gängigen standardisierten 
Benchmarks spiegeln die Leistung einer Maschine oft 
nicht angemessen wider. Komplexe Strukturen, hohe 
Qualitätsanforderungen und häufige Produktwechsel 
reduzieren die Leistung in realen Anwendungen und 
verlängern die Amortisationsdauer. 

Der Markt- und Technologieführer ASMPT misst daher 
die Leistungssteigerungen unter realen Produktions-
bedingungen im Vergleich zu marktüblichen 
Systemen. Als Referenz dienen Anwendungen aus Au-
tomobilindustrie, Industrieelektronik, IT- und 
Netzwerkinfrastruktur sowie Consumer- und Smart-
phone-Produktion. Hier erzielt die auf der 
productronica 25 vorgestellte SIPLACE V Plattform 
eine Steigerung der realen Leistung um bis zu 30 Pro-
zent. 

Diese deutliche Verbesserung wurde durch eine kom-
plett neu gestaltete Maschinenstruktur erreicht. Die 
Neugestaltung umfasst neue Abdeckungen sowie 
deutlich steifere Rahmen und Verbindungselemente. 
Diese ermöglichen eine höhere Beschleunigung auf 
den Hauptachsen. Optimierte Verfahrwege tragen 
ebenfalls zur Leistungssteigerung bei. 

Auch die Flächenleistung ist für die Bewertung sehr 
wichtig. Die komplette Hochgeschwindigkeitsplatt-
form SIPLACE V benötigt nur 1,1 × 2,4 m Stellfläche. 
Die neu entwickelte, deutlich schlankere Tray Unit V 
trägt zur Reduzierung der Stellfläche bei. 

Eine reine Frage des Kopfes 

Heutige Bestückungsköpfe müssen eine optimale Syn-
these aus Qualität, Durchsatz und Flexibilität bieten. 

ASMPT löst diese schwierige Optimierungsaufgabe mit 
drei Varianten, die alle Bereiche der modernen SMT-
Produktion abdecken und auch als Referenzklassen 
angesehen werden können. 

• Placement Head CP20: platziert jetzt bis zu 
52.500 cph mit einer erhöhten Genauigkeit von 25 
µm @ 3 σ – die optimale Hochgeschwindigkeitslö-
sung für Standardkomponenten. 

• Placement Head CPP: verarbeitet jetzt bis zu 
28.000 cph mit einer maximalen Bestückkraft von 
15 N und wechselt je nach Bedarf per Software-
Steuerung zwischen den Bestückmodi Collect & 
Place, Pick & Place und Mixed – ideal für komplexe 
gemischte Leiterplatten. 

• Placement Head TWIN VHF: jetzt mit einer Kapa-
zität von bis zu 6.000 cph – das innovative 
Doppelkopf-Bestückungssystem für die End-of-
Line-Bestückung großer und schwerer Bauteile mit 
einer Bestückkraft von bis zu 100 N. 

Erweiterte Qualitätssicherungsfunktionen 

Eine gleichbleibend hohe Qualität, die jederzeit nach-
vollziehbar ist, ist heute und in Zukunft entscheidend 
für den Erfolg. Grund genug für ASMPT, seine etablier-
ten Qualitätssicherungsfunktionen zu optimieren und 
um neue zu ergänzen. Dazu gehört beispielsweise die 
lückenlose Verfolgung der Bautelemente vom Behälter 
bis zum fertigen Produkt. Auch bei den Kameras gab es 
wesentliche Änderungen: Sie haben nun eine höhere 
Auflösung und prüfen jedes Bauelement in mehreren 
Schritten in Echtzeit auf Vorhandensein und Qualität. 

Die extrem hohen Bauelementdichten von heute erfor-
dern eine besonders präzise Ausrichtung, ein Trend, 
der sich in Zukunft noch verstärken wird. Auch hier ist 
die SIPLACE V-Plattform wieder führend: Collect-and-
Place-Bestückungsköpfe von ASMPT mit individuell 
steuerbaren Drehantrieben an jedem Düsensegment 
ermöglichen eine besonders präzise Bestückung – ein 
Alleinstellungsmerkmal in der Branche. Jedes Bauteil 
wird unmittelbar nach der Entnahme auf seine Winkel-
position voreingestellt. Bei der eigentlichen 
Bestückung sind dann nur noch minimale Nachkorrek-
turen erforderlich. Die SIPLACE V-Plattform gleicht 
auch variable Pick-up-Positionen und Leiterplatten-
verformungen automatisch aus. 

Eine besondere Herausforderung stellen insbeson-
dere im Zeitalter der Elektromobilität und künstlichen 
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Intelligenz ungewöhnlich geformte Bauelemente 
(OSCs) dar. Dabei handelt es sich um besonders 
schwere oder großvolumige Bauelemente, deren 
Schwerpunkt meist nicht mehr in ihrer geometrischen 
Mitte liegt. Deshalb hat ASMPT seine SIPLACE V-Platt-
form auch in diesem Bereich um Funktionen wie Smart 
Pin Support, 3D-Koplanaritätsprüfung und Beschleu-
nigungsoptimierung erweitert. 

Auch die Closed-Loop-Sensortechnologie trägt we-
sentlich zur Qualitätssicherung bei: SIPLACE-
Bestückungsautomaten erfassen und kombinieren in 
Echtzeit die Bauelementhöhe und das Leiterplatten-
profil, um die Bestückungskraft in einer 
selbstlernenden Schleife präzise anzupassen. 

Flexibilität auch bei hohen Geschwindigkeiten 

Eine Entweder-oder-Entscheidung zwischen maxima-
lem Durchsatz und Anwendungsflexibilität wird den 
heutigen Anforderungen an moderne Bestückungsau-
tomaten nicht mehr gerecht. Moderne Plattformen 
bieten beides. Dies zeigt sich auch bei der SIPLACE V. 
Dabei spielt die Benutzerfreundlichkeit eine zentrale 
Rolle: So ermöglicht beispielsweise eine neue Univer-
sal-Kopfschnittstelle den einfachen Austausch von 
Bestückungsköpfen während des Betriebs, auch ohne 
spezielle Kenntnisse. 

Auch bei den Konfigurationsmöglichkeiten zeigt die 
SIPLACE V-Plattform moderne Flexibilität: Die neue 
High-End-Bestückungsmaschine ist als Ein- oder Dop-
pelportalversion erhältlich, mit der Option, ein 3D-
Koplan-Modul und zusätzliche interne Kameras zu in-
tegrieren. Jede Maschine kann mit zwei 
Flächenmagazinwechslern ausgestattet werden, auch 
für Tray-Kassetten. Beim Transport kann der Käufer 
zwischen Einzeltransport (für Leiterplatten bis zu 700 × 
520 mm) oder Doppeltransport (für zwei Leiterplatten 
mit jeweils bis zu 400 × 280 mm) wählen. 

In die SIPLACE V-Plattform können bis zu 90 8-mm-
Feeder eingebaut werden. Diese Kapazität ist unab-
hängig von bereits installierten Optionen. Dazu gehört 
beispielsweise Smart Pin Support, das Stützstifte voll-
automatisch und ohne separaten Pin-Picker platziert. 

Umfassender Investitionsschutz 

Obwohl hochinnovativ, bleibt die neueste Maschinen-
generation in allen wichtigen Bereichen mit der 
bestehenden ASMPT-Hardware und -Software kompa-
tibel. So können beispielsweise alle SIPLACE X-
Feeder, die oft bis zu 30 Prozent der Gesamtinvestition 
in eine Linie ausmachen, weiterhin uneingeschränkt 
verwendet werden. Das Gleiche gilt für bereits ange-
schaffte Kameras. Die neue SIPLACE V-Plattform lässt 
sich nahtlos in bestehende Linien integrieren, sodass 
die Produktion in Verbindung mit bestehenden Bestü-
ckungsautomaten der SIPLACE-Serie, wie 
beispielsweise der bekannten SIPLACE SX oder 
SIPLACE TX, sofort fortgesetzt werden kann. 

Selbstverständlich kann auch das gesamte Software-
Portfolio von ASMPT, das einzigartig ist in der Branche, 
weiterhin genutzt werden. Die bewährte Maschi-
nensoftware, die WORKS Software Suite, 
beispielsweise für Planung, Materialfluss, Prozessop-
timierung und Überwachung, sowie alle ASMPT-
Fabriklösungen laufen reibungslos mit der neuen 
SIPLACE V. 

Schnittstellen auf Basis bewährter Industriestandards 
wie dem Hermes-Standard (IPC-HERMES-9852) und 
IPC-CFX helfen bei der Umsetzung des Intelligent-Fac-
tory-Prinzips von ASMPT: Prozessdaten werden 
kontinuierlich in Echtzeit erfasst, zentral verarbeitet 
und in einer Vielzahl von Bereichen für die Qualitätssi-
cherung und vorausschauende Optimierung genutzt. 

Vorausschauendes Denken in der Montagetechnik 

Wie eingangs erwähnt, muss jeder, der heute inves-
tiert, auch und vor allem an die Zukunft denken. Genau 
das hat ASMPT mit seiner SIPLACE V-Plattform getan: 
Die von Grund auf neu entwickelte modulare Maschine 
bietet reichlich Reserven sowohl für zukünftige Bestü-
ckungskopfgenerationen als auch für künftige 
Rationalisierungsschritte – wie beispielsweise die au-
tomatisierte Zuführung von Bauteilen durch autonome 
Fahrzeuge. Die Umstellung der internen Maschinen-
kommunikation auf eine Ethernet-basierte Architektur 
reduziert nicht nur die Latenz und erhöht den Daten-
durchsatz, sondern schafft zugleich eine skalierbare 
und standardisierte Datenbasis für weitere Automati-
sierungsschritte sowie für KI-gestützte Analysen und 
prädiktive Qualitätsanwendungen. 

Produktionslinien für großformatige Leiterplatten und 
hohe Bauteile bis zu 55 mm können mit der Modellva-
riante SIPLACE VL ausgestattet werden. 

Referenzklasse für Entscheidungskriterien 

Mit der neuen SIPLACE V-Plattform demonstriert AS-
MPT den aktuellen Stand der Technik bei 
Bestückungsautomaten. Mit bahnbrechender Leis-
tung, Qualität, Flexibilität und Zukunftsfähigkeit 
definiert ASMPT zentrale Leistungsparameter neu. Für 
Investitionsentscheider ist dieser Bestückungsauto-
mat bereits heute ein Referenzmodell, an dem 
bestehende und neue Produktionshardware gemes-
sen wird. 
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Die neue SIPLACE V Plattform setzt in der SMT-Bestückungstechnolo-
gie neue Maßstäbe in Bezug auf Realleistung, Flexibilität, 
Prozessqualität und Zukunftsfähigkeit. 
(Bild: ASMPT) 

 

Bietet maximale Bestückleistung für die Hochvolumenfertigung: Der 
Bestückkopf CP20 erreicht bis zu 52.500 BE/h bei einer Genauigkeit 
von 25 µm @ 3 σ. 
(Bild: ASMPT) 

 

Einzigartig in der Branche: Die innovativen Bestückungsköpfe von AS-
MPT ermöglichen mit individuell steuerbaren Drehantrieben an jedem 
Pipettensegment eine besonders präzise Bestückung. 
(Bild: ASMPT) 

 

Ermöglicht maximale Flexibilität in anspruchsvollen High-Mix-Umge-
bungen durch die Kombination einer V Tray Unit mit feederbasiert 
zugeführten Odd-Shaped-Components. 
(Bild: ASMPT) 

 

Bildet die Basis für Big-Data-Management sowie KI-gestützte Ana-
lyse- und Optimierungsverfahren: latenzfreie Datenübertragung via 
Freiraumoptik. 
(Bild: ASMPT) 

 

45 freie 8-mm-Slots pro Seite – unabhängig von den gewählten Optio-
nen. Alle vorhandenen X-Feeder bleiben vollständig kompatibel, 
einschließlich Linear Dipping Unit, Power Connector, SIPLACE Glue 
Feeder und SIPLACE Measuring Feeder. 
(Bild: ASMPT) 
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Smart Pin Support ist jetzt noch einfacher und schneller: Die Pins 
werden direkt mit den Bestückköpfen platziert, sodass ein separater 
Pin-Picker nicht mehr erforderlich ist. 
(Bild: ASMPT) 

 

Typische Linienkonfigurationen für die Consumer-Electronics-Ferti-
gung mit einer Leistungssteigerung von bis zu 30 Prozent gegenüber 
konventionellen Konfigurationen: Ein DEK TQ Drucker, eine Process 
Lens SPI sowie drei SIPLACE V Bestückplattformen – inklusive einer V 
Tray Unit am Linienende – bilden eine kompakte, flexible Hochleis-
tungs-SMT-Linie für hohe Stückzahlen und häufige Produktwechsel.  
(Bild: ASMPT) 

 


